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Complex Challenges in the DC Space

Cooling >  Impacta una variedad de infraestructuras

Geografía > Nuevos territorios para el crecimiento

Latencia >  Crítica para una operación eficiente de IA

Velocidad de despliegue > ROI Rápido

Energía > Mayor potencia, mayor densidad



Potencia Eléctrica



Nuevos territorios adquiriendo mayor 
importancia

2024



Nuevos territorios adquiriendo mayor 
importancia

2025



Consumo eléctrico de los Data Center
Crecimiento proyectado

Source: 2024 United States Data Center Energy Usage Report; Lawrence Berkeley National LabSource: Cushman & Wakefield Research, Structure Research



Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

Data
Centre
3.7%

Aerolíneas 2.5%Transporte 3%



Energía
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• La IA, el ML y el DL aprovechan las capacidades de 
procesamiento paralelo de una GPU. (Inteligencia 
Artificial, Aprendizaje Automático y Aprendizaje 
Profundo).

• Miles de núcleos más en una GPU.

• La CPU y la GPU trabajan juntas.

• La CPU delega las tareas de cálculo intensivo a la 
GPU, de forma increíblemente rápida.

• NVIDIA: Líder durante múltiples décadas en 
tecnología de GPU.

• Videojuegos
• Minería

¿Por qué GPU’s?  



NVIDIA no es el único fabricante de GPU’s

Pero en 2024 NVIDIA tuvo el 90% del mercado de GPUs



NVIDIA DGX H100
“El estándar de oro para la infraestructura de IA”

Source: Nvidia

10.2 kW



Tecnología en Transceiver
Debido al corto alcance, los transceivers multimodo no siempre necesitan
procesamiento de señal digital (DSP)



NVIDIA DGX Scalable Unit (SU)
Con switches Mgmt/Leaf in-row, refrigeración por aire



NVIDIA DGX B200
“The foundation por your AI center of excellence”

Source: Nvidia



Enfriamiento



Tecnologías de refrigeración en los Data 
Center

~1’s of kW ~10’s of kW Up to ~100’s of kW > 100’s of kW
Vendor Specific OCP

Aire a aire Intercambiador de calor 
de puerta trasera

Refrigeración líquida directa Refrigeración por inmersión

Examples: REHVA, ASHRAE



Consumo de energía de la IA

Image: Sim Scale



Refrigeración líquida
• TIA White Paper

• El auge de la refrigeración líquida en los Data Centers
• Tecnologías, desafíos y consideraciones

• Consideraciones sobre carga en el suelo
• Aumento significativo para immersion cooling

• Arquitectura
• Las acometidas que tradicionalmente se utilizaban para
cableado ahora también para tuberías.



Direct to Chip, ya se está haciendo



Refrigeración líquida
Liquid Assisted Cooling
• Mínimo impacto en el cableado
Direct to Chip Cooling
• Mínimo impacto en el cableado
Fluid Immersion
• La compatibilidad del cable es una 
preocupación

Green Revolution Immersion Cooling



Cableado certificado para inmersión de medios 
líquidos
• Las soluciones de cobre y fibra están 

preparadas para la inmersión en 
fluidos de refrigeración seleccionados, 
habiendo sido probadas y validadas 
según los requisitos de 
compatibilidad de materiales en 
refrigeración por inmersión de la OCP 
(Open Compute Project), Rev 1.0.

• líder en el área de pruebas de 
compatibilidad de fluidos. Ningún otro 
competidor de cableado estructurado 
ha realizado un anuncio de este tipo.



Enfriamiento

Redes de 
Inteligencia 

Artificial y Machine 
Learning



Hyperscale y IA Data Centers

Todos los Data Centers 
Hyperscale tienen 

AI Deployments
Pero no todos los 

AI Deployments
se consideran Hyperscale



Las velocidades en las redes de IA siguen 
evolucionando

Publicado en 2022
• IEEE 802.3ck especifica 100 Gb/s, 200 Gb/s, y 400 Gb/s

• Interfaces eléctricas basadas en la señalización de 
100 Gb/s

Publicado en  2024
• IEEE 802.3df especifica 400 y 800 Gb/s con señalización 

de 100 Gb/s

Próximo a finalizar
• IEEE 802.3dj especifica 200-1600 Gb/s con señalización de 

200Gb/s
• Actualmente en la fase de borrador 3

Próximamente 
• La próxima aplicación Ethernet de IEEE especificará la 

señalización de 400 Gb/s para 3,2 Tb/s.
• Inicialmente, está diseñada para ópticas integradas. 

Source: LightCounting

IEEE
802.3ck

IEEE
802.3df

IEEE
802.3dj

IEEE
NEA



Crecimiento de transceivers
El mayor motor de crecimiento actual
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Significant Driver Port Growth

Non-AI AI

% of Transceiver Sales

2020
2028 

Projection in 
2025

AI Clusters 15% 58%

Resto de Redes 
Cloud 85% 42%

Crecimiento de la IA y Machine 
Learning en los Data Center





La multinacional tecnológica NVIDIA 
utiliza la infraestructura de fibra 
óptica y cobre de Leviton en sus 
oficinas y centros de datos de todo el 
mundo.

20,000
Productos disponibles para 
NVIDIA en EE.UU., Reino Unido, 
Dubái y Hong Kong



Cuestiones que deben de abordarse



Tres caminos hacia velocidades de datos 
más altas



Conector MTP y/o MPO



Transmisión Multilínea
EEE 802.3ba (Junio 2010)

•Principios Básicos
• Transmisión multilínea
• conector MPO (IEC 61754-7)

•40G
•40GBASE-SR4

• Transmisión 4x10G
• Cable 8f OM3

•100G
•100GBASE-SR10 

• 10x10G
• Cable 20f OM3



Opción Ethernet 400G-SR8
Soluciones 200G y 400G de IEEE



Conector MTP y/o MPO Código de colores



Opciones de conectividad de la unidad MSA
QSFP-DD, -DD800 (Sucediendo ahora)



Breakouts
Canal 400G Hoy



Transceivers de 400 Gbps



Arreglo @ 400G: Switch-a-Switch
8-fiber SM Configuración (10/40/100/200/400G) con DR4



Conectividad compatible con aplicaciones 400G+ 
Conjuntos de productos de Leviton para IA y otras redes de alta velocidad



Conversión/Breakout Cassette o Harness

• Segregación de puertos de óptica 
paralela de 8 fibras (8F) a puertos 
dúplex individuales

• Con Cassette o Harness 
• El cassette permite extender la 

interfaz de 8 fibras (8F) a ubicaciones 
remotas mediante el uso de 
troncales.



Arquitecturas de Data Center



Arquitectura de tres niveles
• Conmutadores de núcleo, 

agregación y acceso. 

• Se considera anticuada
• Todavía habitual en 

Enterprise
• Típicamente 

oversubscribed
• NO optimizada para latencia



Arquitectura Spine-Leaf
• 2 capas. Cada switch Leaf se 

conecta a todos y cada uno de 
los Switches Spine. 

• Necesaria para 
Cloud/Hyperscale

• Minimiza latencia
• Típicamente totalmente 

subscrita 
• Switch radix importante por el 

elevado número de 
conexiones



Arquitecturas de Malla (Mesh)
• FULL-MESH: Cada switch está conectado a todos los demás
• INTERCONNECTED-MESH: Similar a full-mesh, pero más fácil de escalar



Requisitos del Cableado Mesh



NVIDIA DGX SuperPod Compute Fabric
• Red de malla de (400/800Gbs).
• Cada servidor tiene 1 GPU conectada a cada uno de los 8 switches Leaf de 400G.
• Los switches Leaf están conectados a cada switch Spine a 800G.
• Lo típico son cables MPO multimodo (MM) APC, pero pueden ser monomodo (SM) 

LC.



32 Leaf
Switches

16 Spine
Switches

128 Nodes



NVIDIA DGX H100 Network Sled Vista 
posterior
Puertos



NVIDIA DGX H100 Network Sled Vista Posterior
Requisitos de Puertos y Fibras



Requisitos de cableado Rack de Servidores AI
Ejemplo



NVIDIA AI “Scalable Unit” (SU)
Ejemplo



Función Mesh “Breakout” en Arquitecturas de Data Center
Conexiones Leaf a todos los Spine





La probable realidad 
del mallado



En el Mercado existen 
Data Center Design Team

• Se asocia con los clientes para crear 
diseños de infraestructura de red eficientes 
y rentables.

• Expertos con experiencia en equipos 
activos en el mundo real y conocimientos 
de planificación.

• Especialización en aplicaciones.
• Modelado anticipado de diseños de red.

Las empresas con los conocimientos para hacer estos proyectos 
tienen el futuro garantizado



Velocidad de implementación



La velocidad de implementación es un problema
El recuento promedio de fibras está aumentando significativamente ¿Por qué? 



Cableando la Red IA – Network Solutions
Ejemplo



Solución Leviton para Redes AI
Ejemplo de aplicación



Solución Leviton para Redes AI
Ejemplo de aplicación



Solución integral para Data Centers





Escenarios comunes de larga distancia



La mejor cobertura del sector
para los enlaces más largos



Resumen
> Potencia, refrigeración, ubicación geográfica, latencia y 
velocidad de implementación son más importantes que nunca en 
el despliegue de redes de IA

> Cableado estructurado puede ayudar a abordar estos requisitos 
críticos

> Leviton tiene un conjunto completo de productos y sistemas 
globales definidos para satisfacer las necesidades de las redes de 
IA en todo el mundo



EnfriamientoAntonio Cartagena
Leviton Network Solutions
acartagena@leviton.com
+1 787 903 0304

¿Preguntas?
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